	UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	

	
DỰ THẢO

	



ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM LÝ THUYẾT
HỘI THI HỌC SINH, SINH VIÊN GIỎI NGHỀ LẦN 11, NĂM 2019
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Phần ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT
1. Linh kiện có 2 lớp tiếp giáp P – N là:
a*) Diode	
b) Diac	
c) Triac	
d) Transistor
2. Linh kiện bán dẫn nào có khả năng khuếch đại tín hiệu điện
a*) Transistor	
b) SCR 	
c) Diac 	
d) Triac 
3. Linh kiện nào thường dùng trong mạch chỉnh lưu có điều khiển
a) Transistor 	
b*) SCR 	
c) Diac 	
d) Triac 
4. Diode phân cực thuận khi:
a) VAK = 0 	
b) VKA > 0 	
c*) VAK > 0 	
d) VAK < 0
5. Mạch chỉnh lưu bán kỳ dùng SCR được gọi là mạch chỉnh lưu:
a*) Bán kỳ có điều khiển 	
b) Bán kỳ không có điều khiển
c) Cả hai bán kỳ 	
d) Nhân đôi điện áp
6. Mạch chỉnh lưu toàn kỳ có điều khiển dùng linh kiện:
a) Diode	
b*) SCR 	
c) Diac 	
d) Triac 
7. Thông số của linh kiện nào không phụ thuộc vào tần số của dòng điện
a*) Điện trở 	
b) Cuộn cảm, Tụ điện 	
c) Transistor 	
d) Diac, Triac
8. Mạch chỉnh lưu toàn kỳ có U0 là trị cực đại, U là trị hiệu dụng, trị số trung bình của điện áp ngõ ra là:
a*) 0,9U0	
b) U/	
c) 2U/	
d) 0,9U
9. Diode có khả năng biến đổi dòng điện xoay chiều thành dòng điện một chiều được gọi là:
a) Diode chuyển mạch	
b) Diode tuner	
c*) Diode chỉnh lưu	
d) Diode zener.
10. Mạch chỉnh lưu nào sau đây có độ gợn sóng nhỏ nhất:
a*). Chỉnh lưu cầu toàn kỳ. 	
b) Chỉnh lưu bán kỳ.
c). Chỉnh lưu nhân đôi điện áp. 	
d).Chỉnh lưu khác
11. Khi transistor loại NPN dẫn điện có dòng:
a) IC> IB> IE	
b*) IE> IC> IB	
c) IC = IB = IE	
d) IB> IE> IC.
12. SCR có thể sử dụng như:
a) Một nguồn dòng	
b*) Một công tắt chuyển mạch
c) Một điện trở	
d) Một bộ khuếch đại.
13. Triac tương đương với:
a*) Hai SCR mắc song song và ngược chiều	
b) Hai SCR mắc song song và cùng chiều
c) Hai Diac mắc song song và ngược chiều	
d) Hai Diac mắc song song và ngược chiều.
14. Linh kiện nào sau đây là SCR :
a) 
[image: ]	
b) 
[image: ]
c*) 
[image: ]	
d) 
[image: ]


15. Linh kiện nào sau đây là IGBT :
a*) 
[image: ]	
b) 
[image: ]
c) 
[image: ]	
d) 
[image: ]
16. Linh kiện nào thường dùng trong mạch chỉnh lưu có điều khiển
a)  Transistor
b*)  SCR
c)  Diac
d)  Triac
17. Có bao nhiêu tiếp giáp P-N trong SCR
a)  1
b)  2
c*)  3
d)  4
18. Triac là một linh kiện:
a)   Chỉ dẫn điện theo một chiều
b)   Chỉ cho dòng xoay chiều đi qua
c*)   Dẫn điện hai chiều
d)   Luôn luôn dẫn điện

19. Diode, Diac, Triac, SCR, transistor đều giống nhau ở điểm nào?
a)    Nguyên lý làm việc
b)    Công dụng
c)    Số điện cực
d*)    Vật liệu chế tạo
20. Có mấy cách kích triac
a)  1
b)  2
c)  3
d*)  4
21. Biến tần là thiết bị biến đổi nguồn điện xoay chiều có tần số và điện áp cố định ngõ vào thành:
a) Nguồn điện DC biến đổi được dòng và áp ngõ ra
b) Nguồn điện DC tương ứng dòng và áp ngõ vào
c*) Nguồn điện AC biến đổi được dòng và áp ngõ ra
d) Nguồn điện AC biến đổi được áp ngõ ra
22. Nguyên tắc của biến tần là theo các giai đoạn
a) Nguồn điện DC - AC - DC 
b) Nguồn điện DC - AC - DC  
c) Nguồn điện AC - AC
d*) Nguồn điện AC - DC - AC
23. Tín hiệu điều khiển động cơ servo:
a) Điện áp một chiều dạng tương tự
b) Dãy xung điều khiển
c) Gói dữ liệu truyền qua mạng
d*) Cả 3 đáp án trên
24. Để điều khiển động cơ servo có mấy dạng bộ mã hóa xung vòng quay chính:
a) 1
b*) 2
c) 3
d) 4
25. Bộ điều khiển điện động cơ servo sử dụng linh kiện điện tử công suất nào:
a) SCR
b) BJT
c) TRIAC
d*) IGBT
26. Chức năng của bộ điều khiển động cơ servo:
a)Truyền thông với bộ điều khiển chuyển động
b) Đọc phản hồi từ bộ mã hóa xung vòng quay và điều chỉnh thời gian thực cho mạch vòng điều khiển kín
c) Xử lý các tín hiệu vào/ra
d*) Cả 3 đáp án trên
27. Cho sơ đồ mạch, tính hằng số thời gian của mạch khi chỉnh VR ở vị trí a
[image: ]
a)  τ = 1ms
b)  τ = 5,1ms
c)  τ = 10ms
d*)  τ = 51ms
28. Cho sơ đồ mạch, tính hằng số thời gian của mạch khi chỉnh VR ở vị trí b
[image: ]
a*)  τ = 1ms
b)  τ = 5,1ms
c)  τ = 10ms
d)  τ = 51ms
29. Cho sơ đồ mạch, Khi chỉnh VR ở vị trí a thì
[image: ]
a)  Tụ C nạp nhanh hơn, Diac mở sớm hơn, tạo xung kích Triac sớm, Triac dẫn sớm. 
b)  Tụ C nạp nhanh hơn, Diac mở trễ hơn, tạo xung kích Triac trễ, Triac dẫn trễ. 
c*)  Tụ C nạp chậm hơn, Diac mở trễ hơn, tạo xung kích Triac trễ, Triac dẫn trễ. 
d)  Tụ C nạp chậm hơn, Diac mở sớm hơn, tạo xung kích Triac sớm, Triac dẫn sớm. 
30. Cho sơ đồ mạch, Khi chỉnh VR ở vị trí  b thì
[image: ]
a)  Tụ C nạp nhanh hơn, Diac mở sớm hơn, tạo xung kích Triac sớm, Triac dẫn sớm. 
b*)  Tụ C nạp nhanh hơn, Diac mở trễ hơn, tạo xung kích Triac trễ, Triac dẫn trễ. 
c)  Tụ C nạp chậm hơn, Diac mở trễ hơn, tạo xung kích Triac trễ, Triac dẫn trễ. 
d)  Tụ C nạp chậm hơn, Diac mở sớm hơn, tạo xung kích Triac sớm, Triac dẫn sớm. 

Phần ĐO LƯỜNG CẢM BIẾN
31. Cảm biến từ là loại cảm biến phát hiện được vật liệu :
a) Phát hiện được tất cả các loại vật liệu
b*) Phát hiện được tất cả các loại vật liệu là kim loại
c) Chỉ phát hiện được kim loại sắt từ (Fe)
d) Chỉ phát hiện được kim loại nhôm từ (Al)
32. Cảm biến quang là loại cảm biến phát hiện được vật trong vùng cảm biến bao gồm:
a*) Phát hiện được tất cả các loại vật liệu
b) Phát hiện được tất cả các loại vật liệu là kim loại
c) Chỉ phát hiện được kim loại sắt từ (Fe)
d) Chỉ phát hiện được kim loại nhôm từ (Al)
33. Cảm biến quang bao gồm:
a) Thu phát chung 
b) Thu phát riêng
c) Có nhiều loại như hồng ngoại, lazer, ánh sáng...
d*) Cả 3 đáp án: a,b,c đều đúng
34. Cảm biến tiệm cận là loại cảm biến
a) Phát hiện vật trong khoảng cách tối đa 30mm
b) Bao gồm cảm biến từ
c) Bao gồm cảm biến điện dung
d*) Cả 3 đáp án: a, b, c đều đúng
35. Cảm biến từ dựa trên nguyên  tắc
a*) Từ trường do cuộn dây của sensor tạo ra sẽ thay đổi khi tương tác với vật thể kim loại 
b) Từ trường của vật thể tác động lên cảm biến
c) Điện dung trên bản cực tụ điện trong cảm biến thay đổi khi tương tác với vật kim loại
d) Cả 3 đáp án: a, b, c đều đúng
36. Cảm biến từ loại có bảo vệ (Shielded) có đặc tính
a) Từ trường được tập trung trước mặt sensor nên ít bị nhiễu bởi kim loại xung quanh
b) Khoảng cách đo ngắn đi so với Cảm biến từ không có bảo vệ (un-shielded) 
c) Dễ bị nhiễu của kim loại xung quanh.
d*) Đáp án a và b đúng
37. Cảm biến từ loại không có bảo vệ (Un - Shielded) có đặc tính
a) Từ trường được tập trung trước mặt sensor nên ít bị nhiễu bởi kim loại xung quanh
b) Không có bảo vệ từ trường xung quanh mặt sensor nên khoảng cách đo dài hơn
c) Dễ bị nhiễu của kim loại xung quanh.
d*) Đáp án b và c đúng
38. Cảm biến tiệm cận loại cảm biến điện dung phát hiện vật thể theo nguyên tắc
a)  Sự thay đổi điện từ trường giữa vật cảm biến và đầu sensor
b*)  Sự thay đổi điện dung giữa vật cảm biến và đầu sensor
c)  Sự thay đổi điện cảm giữa vật cảm biến và đầu sensor
d)  Sự thay đổi hổ cảm giữa vật cảm biến và đầu sensor
39. Trong kỹ thuật cảm biến thì khoảng cách phát hiện là khoảng cách 
a)   Là khoảng cách từ tâm cảm biến ở đầu sensor tới vị trí vật chuẩn xa nhất mà sensor có thể phát hiện
b)   Là khoảng cách từ bề mặt cảm biến ở đầu sensor tới vị trí vật chuẩn gần nhất mà sensor có thể phát hiện
c*)   Là khoảng cách từ bề mặt cảm biến ở đầu sensor tới vị trí vật chuẩn xa nhất mà sensor có thể phát hiện
d)   Là khoảng cách từ tâm cảm biến ở đầu sensor tới vị trí vật chuẩn gần nhất mà sensor có thể phát hiện
40. Với cảm biến từ thì
a)   Khoảng cách phát hiện của sensor phụ thuộc rất nhiều vào vật liệu của vật cảm biến
b)   Khoảng cách phát hiện của sensor không phụ thuộc vào vật liệu của vật cảm biến
c)   Các vật liệu có từ tính hoặc kim loại có chứa sắt sẽ có khoảng cách phát hiện xa hơn các vật liệu không từ tính hoặc không chứa sắt. 
d*)   Đáp án a và c đúng
41. Nguyên tắc của cảm biến quang là 
a) Lượng ánh sáng nhận về sẽ được chuyển tỉ lệ thành từ trường
b) Lượng ánh sáng nhận về sẽ được chuyển tỉ lệ thành tín hiệu điện áp (hoặc dòng điện) và sau đó được khuếch đại
c) Sensor xuất tín hiệu ra báo có vật nếu mức điện áp lớn hơn mức ngưỡng    
d*) Đáp án b và c đúng
42. Cảm biến quang về cơ bản có các loại 
a)  Thu phát độc lập
b)  Thu phát chung
c)   Khuyếch tán, thu phát chung   
d*)  Thu phát độc lập, thu phát chung và khuyếch tán
43. Encoder mã hóa vòng xoay loại Incremental Encoder có nguyên tắc hoạt động 
a)   Xung xuất ra được đếm để cung cấp vị trí quay của encoder. Mỗi incremental step sẽ xuất ra một xung tương ứng
b)   Dùng 2 xung A và B để nhận biết chiều quay của encoder. Nếu xung A lên “1” trước xung B, encoder đang quay chiều thuận và ngược lại
c) Xung Z lên “1” khi encoder đã quay giáp 1 vòng       
d) Đáp án a, b, c đúng
44.  Encoder mã hóa vòng xoay loại Absolute Encoder có nguyên tắc hoạt động 
a) Xung xuất ra được đếm để cung cấp vị trí quay của encoder. Mỗi incremental step sẽ xuất ra một xung tương ứng
b) Xuất ra một số duy nhất tại mỗi vị trí khi encoder quay
c) Xung Z lên “1” khi encoder đã quay giáp 1 vòng       
d) Đáp án a, b, c đúng
45. Encoder mã hóa vòng xoay loại Absolute Encoder 
a) Mất thông tin vị trí khi cúp điện
b)  Đo vị trí tương đối của encoder so với vị trí cuối cùng 
c) Thông tin về vị trí không mất khi cúp điện       
d) Đáp án a và c đúng
   
Phần ĐIỆN TỬ SỐ
46. 

Biểu thức tương đương của là:

a*.   .

      b.   .

      c.   .

      d.   .
47. 
Biểu thức tương đương của    là:

a*.   .

b.  .

c.   .

d.   .
48. 
Biểu thức tương đương của      là:  

a*.   .

      b.    .

      c.   .

      d.   .
49. 
Biểu thức tương đương của      là: 
a*.  A + B.
b.  A.
c.  B.
d.  AB.
50. Cho mạch Logic như hình 2-2. Biểu thức hàm ra F là:
 A
B
F





Hình 2-2
a*. A  B 

b. 

c. 

d. 
51. Cho mạch Logic như hình 2-3. Biểu thức hàm ra F là:
 A
B
F





Hình 2-3

a*. 
b. A  B 

c. 

d. 


52. Rút gọn hàm Logic: A (B  C)

a*. 

b. 

c. 

d. 
53. Rút gọn hàm Logic:  A (B  C) 
a*. AB  AC
b. AB  A
c. AB  C
d. A  BC
54. 
Rút gọn biểu thức: 
a*. AB + AC + BC 
b. B + AC + AB
c. C + AB + BC
d. A + BC+ AC
55. Rút gọn hàm Logic:   F (A, B, C) =  (0, 2, 4, 6,7).

a*. 

b.  

c. 

d. 
56. Rút gọn hàm Logic:  F (A, B, C, D) =  (0, 1, 8, 9, 10)

a*. 

b. 

c. 

d. 
57. 
Rút gọn biểu thức:   

a*. 

b. 

c. 

d. 

58. 
Rút gọn biểu thức:   

a*. 

b. + D

c. 

d. + D
59. 
Rút gọn biểu thức: 

a*. 

b. 

c. 

d. 
60. 
Rút gọn biểu thức: 

a*. 

b. 

c. 

d. 
61. 
Rút gọn biểu thức:   

a*. 

b. + D 

c. 

d. + D
62. Mạch như hình 3-7 sẽ :
a*.  Tạo mức đầu ra thấp			
b.  Tạo mức đầu ra cao		
c.  Không hoạt động vì các đầu ra của cổng NAND được nối với nhau tại cổng NOR
d.  Không hoạt động vì các kết nối nguồn cung cấp không được chỉ ra
[image: ]
Hình 3-7
63. Mạch như hình 3-8 sẽ:
a*.  Tạo mức đầu ra cao.
b.  Tạo mức đầu ra thấp
c.  Không hoạt động vì các đầu ra của cổng NAND được nối với nhau tại cổng NOR
d.  Không hoạt động vì các kết nối nguồn cung cấp không được chỉ ra
1

0

1

1
Lối ra




Hình 3-8
64. Mạch logic DDL có sơ đồ như hình vẽ 3-10 làm chức năng gì:
                a*.  ANDD2
 
B
 
 f
D1
 
 4k
 
+5V
 
 A
 

Hình 3-10

b.  NOR 
c.  OR
d.  NAND







65. Mạch logic RTL có sơ đồ như hình vẽ 3-15 tương đương với cổng gì :


Hình 3-15
a*.  NAND
b.  NOR
c.  OR
d.  AND
66. Cho LED 7 đoạn A chung, muốn hiển thị số 3 thì những thanh nào sáng?
a*.  Thanh a, b, c, d và g.
b.  Thanh a, b, c , d và e.
c.  Thanh a, b, c  và e.
d.  Thanh a, b, c, d và f.
67. Cho LED 7 đoạn A chung, muốn hiển thị số 2 thì những thanh nào sáng?
a*.  Tất cả các thanh đều sáng trừ thanh c và f.
b.  Thanh a, b, c và e.
c.  Thanh a, b, d và e.
d.  Thanh a, b, c và f.




68. Cho mạch tổ hợp hình 4-6, hãy xác định hàm ra f của mạch:

a*.  A
B
f
Hình 4-6.


b.  

c.  

d.  
69. Rút gọn biểu thức     Y=  [image: ]
1. Y= A
2. Y= B
3. Y=1
4. Y=0
70. Rút gọn biểu thức: Y = [image: ]
a. Y= [image: ]
b. Y= [image: ]
c. Y= [image: ]
d. Y = [image: ]
71. Rút gọn 
[image: ]
a. Y = A.B
b. Y= D
c. Y= [image: ]
d. Y = [image: ]


72. Rút gọn
[image: ]
a. Y = A.B
b. Y= D
c. Y= [image: ]
d. Y = [image: ]
73. Biểu thức Logic cho mạch điện sau là:
[image: ]
a. Y = [image: ]
b. Y= B
c. Y= [image: ]
d. Y= [image: ] 

74. Biểu thức Logic cho mạch điện sau là:
[image: ]
a. Y=A.B
b. Y = [image: ]
c. Y= [image: ]
d. Y= [image: ]



75. Cho mạch ở hình 5-3. Cho biết đây là mạch đếm Mod mấy?

[image: ]

Hình 5-3
a*.  Mod 4.
b.  Không phải mạch đếm.
c.  Mod 6.
d.  Mod 8.
76. Cho mạch ở hình 5-3. Cho biết đây là mạch
a.  Mạch đếm lên
b*.  Mạch đếm xuống
c.  Không phải mạch đếm.
d.  Mạch đếm 3 số
77. Cho mạch ở hình 5-4. Cho biết đây là mạch
[image: ]
Hình 5-4
a*.  Mạch đếm lên
b.  Mạch đếm xuống
c.  Không phải mạch đếm.
d.  Mạch đếm đồng bộ

78. Cho mạch ở hình 5-5. Cho biết đây là mạch
[image: ]
Hình 5-5

a.  Mạch đếm mode 3
b.  Mạch đếm xuống
c.  Không phải mạch đếm.
d.  Mạch đếm nhị phân 3bit

79. Cho mạch ở hình 5-6. Cho biết đây là mạch
[image: ]
Hình 5-6

a.  Mạch đếm mode 3
b.  Mạch đếm lên
c.  Không phải mạch đếm.
d.  Mạch đếm không đồng bộ
80. Cho mạch ở hình 5-6. Cho biết đây là mạch
a. Mạch đếm lên nhị phân 3 bit
b. Mạch đếm đồng bộ 3 bit
c. Mạch đếm xuống 3 bit
d.  Mạch đếm từ 0 đến 7
	
81. EPROM là:
a. Bộ nhớ ghi/đọc
b. Bộ nhớ có thể lập trình và xóa được bằng xung điện
c. Bộ nhớ có thể lập trình và xóa được bằng tia cực tím
d. Bộ nhớ chỉ đọc.
82. EEPROM là:
a. Bộ nhớ ghi/đọc
b. Bộ nhớ có thể lập trình và xóa được bằng xung điện
c. Bộ nhớ có thể lập trình và xóa được bằng tia cực tím
d. Bộ nhớ chỉ đọc.
83. Bộ nhớ có 14 đường địa chỉ và 8 đường dữ liệu ra, cho biết dung lượng bộ nhớ là: 
a. 8Kbyte
b. 16Kbyte
c. 32Kbyte
d. 64Kbyte
84. Bộ nhớ có 12 đường địa chỉ và 8 đường dữ liệu ra, cho biết dung lượng bộ nhớ là: 
a. 8Kbit
b. 16Kbit
c. 32Kbit
d. 64Kbit
85. Bộ nhớ có 14 đường địa chỉ và 8 đường dữ liệu ra, xác định vùng địa chỉ theo mã Hex.
a. 00-3F
b. 000-3FF
c. 0000-3FFF
d. 0000-7FFF
86. Con IC EPROM 27128 chứa 128Kbit, IC có 8 đường dữ liệu ra từ D0-D7. IC EPROM này có số đường địa chỉ từ A0 đến:
a. A12
b. A13
c. A14
d. A15
87. Cho bảng trạng thái sau, xác định hàm Logic ngõ ra C,D
[image: ]
a. C = [image: ]   ;   D = [image: ]
b. C = [image: ]  ;   D = [image: ]
c. C = [image: ]   ;   D =[image: ]
d. C = [image: ] ;   D = [image: ]

88. Cho mạch Logic như hình sau: 
[image: ]
Hãy cho biết mạch Logic tương đương:
a. [image: ]
b. [image: ]
c. [image: ]
d. Cả 3 đều đúng.

89. Thẻ nhớ USB thuộc dạng bộ nhớ nào dưới đây:
a. EPROM
b. RAM
c. FLashROM
d. PROM
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	90. Một chương trình được viết bằng Arduino IDE sẽ được gọi là:


	a. Cryptography
	b. Source code
	c*. Sketches
	d. IDE source

	
	
	
	

	91. Vi điều khiển là…
[image: ]

	a.  một dạng CPU thu nhỏ chuyên dụng được tạo từ các transistor, chất dẫn và các cảm biến.
	b. một vi mạch đa năng có thể tạo ra các mạch điện khác
	c*. một máy tính nhỏ dựa trên một mạch tích hợp duy nhất có chứa bộ xử lý, bộ nhớ và các ngõ xuất nhập có thể lập trình được.
	d. một vi mạch nhỏ được làm từ bạc.

	
	
	
	

	92. GPIO là viết tắt của:

	a. General Purpose Inner Outter Propeller
	b*. General Purpose Input Output Pins
	c. General Purpose Interested Old Pins
	d. General Purpose Input Output Processor

	
	
	
	

	93. Đây là mạch:
[image: ]


	a. Uno Cards
	b. Raspberry Pi
	c. Arduino Duo board
	d*. Arduino Uno board

	
	
	
	

	94. Đây là: 
[image: ]

	a. Arduino Shield
	b*. Breadboard
	c. miếng nhựa trắng
	d. Raspberry Pi

	
	
	
	

	95. Chữ IDE trong tên phần mềm “Arduino IDE” là viết tắt của:
[image: ]

	a. In Deep Environment
	b*. Integrated Development Environment
	c. Internal Deep Escape
	d. Internet Development Environment 

	96. Trước khi đoạn chương trình chứa các câu lệnh được sắp xếp theo trình tự xác định được nạp vào board Arduino, nó cần được chuyển sang dạng câu lệnh mà board Arduino có thể hiểu được. Quá trình đó gọi là:

	a*. Compile
	b. Stop
	c. Create Sketch
	d. Serial Monitor

	
	
	
	

	97. Trong Arduino IDE, vùng màn hình hiển thị trạng thái IDE đang làm việc và hiển thị các lỗi cú pháp gọi là:

	a. Sketch Editor
	b*. Text Console 
	c. Line Number
	d. Serial Monitor

	
	
	
	

	98. Hàm là tập hợp một chuỗi các câu lệnh. Hàm sẽ được gọi tên khi cần thực thi các câu lệnh đó. Lệnh nào sau đây chỉ được gọi thực thi 1 lần khi chương trình bắt đầu.

	a. loop()
	b*. setup()
	c. (output)
	d. (input)

	
	
	
	

	99. Hàm là tập hợp một chuỗi các câu lệnh. Hàm sẽ được gọi tên khi cần thực thi các câu lệnh đó. Lệnh nào sau đây sẽ được gọi thực thi lặp đi lặp lại nhiều lần trong khi Arduino vẫn còn được cấp nguồn:

	a*. loop()
	b. delay()
	c. setup()
	d. stop()

	
	
	
	

	100. Khi viết chương trình Arduino điều khiển LED. Để có thể nhìn thấy được trạng thái hiển thị của LED, cần gọi hàm nào sau đây:

	a. loop()
	b*. delay()
	c. setup()
	d. stop()

	
	
	
	

	101. Đoạn lệnh sau dùng để:
[image: ]

	a*. thiết lập chân kPinLed là chân xuất dữ liệu
	b. thiết lập trạng thái tắt cho kPinLed
	c. thiết lập mức 0 cho kPinLed
	d. thiết lập chân kPinLed là chân nhập dữ liệu

	
	
	
	

	102. Đoạn lệnh sau dùng để:
[image: ]

	a. điều khiển LED nối với chân kPinLed chớp tắt với chu kỳ 500s
	b. điều khiển LED nối với chân kPinLed chớp tắt với chu kỳ 1ms
	c*. điều khiển LED nối với chân kPinLed chớp tắt với chu kỳ 1s
	d. điều khiển LED nối với chân kPinLed chớp tắt với chu kỳ 500ms

	

	103. Đoạn lệnh sau dùng để:
[image: ]

	a. đặt chân kPinLED lên mức cao trong 500s rồi chuyển xuống mức thấp trong 500s.
	b. đặt chân kPinLED lên mức cao trong 250s rồi chuyển xuống mức thấp trong 250s.
	c*. đặt chân kPinLED lên mức cao trong 500ms rồi chuyển xuống mức thấp trong 500ms.
	d. đặt chân kPinLED lên mức cao trong 0.25ms rồi chuyển xuống mức thấp trong 0.25ms.

	
	
	
	

	104. Các board mạch được tạo ra trước để lắp khít lên trên board mạch Arduino được gọi là 

	a. Sensor
	b. Breadboard
	c*. Shield
	d. Data types

	
	
	
	

	105. Arduino IDE bao gồm 2 hàm là:

	a. Build () và loop()
	b*. Setup () và Loop()
	c. Setup() và build()
	d. Loop() và delay()

	
	
	
	

	106. Trên board Arduino Mega có bao nhiêu chân xuất nhập dữ liệu Analog?

	a*. 16
	b. 12
	c. 14
	d. 8

	
	
	
	

	107. Có bao nhiêu chân xuất nhập dữ liệu Digital trên board Arduino UNO?

	a*. 14
	b. 16
	c. 12
	d. 20

	
	
	
	

	108. Bootloader mặc định của board Arduino UNO là:

	a*. Optiboot bootloader
	b. Bare box
	c. AIR-boot
	d. GAG

	
	
	
	

	109. Chữ P trong ATmega328P nghĩa là gì?

	a. Premiere
	b. Production
	c. Programmable on chip
	d*. Pico-Power

	
	
	
	

	110. Vi điều khiển sử dụng trên board Arduino UNO là:

	a. ATmega32114
	b*. ATmega328P
	c. ATmega2560
	d. AT91SAM3x8E

	
	
	
	

	111. Ngôn ngữ lập trình nào được sử dụng cho việc lập trình Arduino?

	a. Hợp ngữ Assembly
	b. Ngôn ngữ C
	c. JAVA
	d*. Bất kỳ ngôn ngữ nào

	
	
	
	

	112. Kiểu biến nào sau đây không được Arduino công nhận?

	a. float
	b. long
	c. int
	d*. Tất cả các kiểu biến đều được Arduino công nhận

	
	
	
	

	113. Bộ vi xử lý là một con chip …… tích hợp tất cả các chức năng của 1 CPU máy tính.

	a. đa lõi
	b. lõi đôi 
	c*. lõi đơn 
	d. 3 nhân 

	
	
	
	

	114. RAM là loại bộ nhớ bán dẫn có đặc tính:

	a. Cho phép đọc dữ liệu từ RAM, không cho phép ghi dữ liệu vào RAM, mất dữ liệu khi mất nguồn điện.
	b. Cho phép đọc dữ liệu từ RAM, không cho phép ghi dữ liệu vào RAM, không mất dữ liệu khi mất nguồn điện.
	c*. Cho phép đọc dữ liệu từ RAM, cho phép ghi dữ liệu vào RAM, mất dữ liệu khi mất nguồn điện
	d. Cho phép đọc dữ liệu từ RAM, cho phép ghi dữ liệu vào RAM, không mất dữ liệu khi mất nguồn điện

	

	115.   Quá trình làm tươi (Refresh) dữ liệu là quá trình cần thiết đối với loại bộ nhớ bán dẫn:

	a. SRAM
	b*. DRAM
	c. EEPROM
	d. Flash ROM

	

	116. Bộ nhớ bán dẫn 8 bit có mã số 62512 cho biết dung lượng của bộ nhớ này:

	a. 512 KB
	b*. 512 Kbit
	c. 62512 Kbit
	d. 62512 KB

	

	117. Bộ nhớ bán dẫn 8 bit có mã số 2732 cho biết số chân dữ liệu của bộ nhớ này:

	a. 14 chân
	b. 12 chân
	c. 10 chân
	d*. 8 chân

	

	118. Dung lượng bộ nhớ chương trình ngoài và bộ nhớ dữ liệu ngoài tối đa mà chip 8051 có khả năng truy xuất là:

	a. 32 KB
	b*. 64 KB
	c. 128 KB
	d. 256 KB

	

	119. Khi chip 8051 sử dụng bộ nhớ bên ngoài hay các chức năng đặc biệt thì port nào đóng vai trò là các tín hiệu điều khiển:

	a. P0
	b. P1 
	c. P2 
	d*. P3 

	

	120. Trong chip 8051, PSEN là chân tín hiệu điều khiển:

	a*. Cho phép truy xuất (đọc) bộ nhớ chương trình bên ngoài
	b. Cho phép truy xuất (sử dụng) bộ nhớ chương trình bên ngoài
	c. Cho phép chốt địa chỉ để thực hiện việc giải đa hợp
	d. Cho phép thiết lập lại trạng thái  hoạt động cuả chip 8051

	

	121. Trong chip 8051, RST là chân tín hiệu điều khiển:

	a. Cho phép truy xuất (đọc) bộ nhớ chương trình bên ngoài
	b. Cho phép truy xuất (sử dụng) bộ nhớ chương trình bên ngoài
	c. Cho phép chốt địa chỉ để thực hiện việc giải đa hợp
	d*. Cho phép thiết lập lại trạng thái  hoạt động cuả chip 8051

	
	
	
	

	122. Tần số phổ dụng của thạch anh sử dụng cho hầu hết các chip vi điều khiển họ MCS–51 là:

	a. 10 MHz
	b. 11 MHz
	c*. 12 MHz
	d. 13MHz

	

	123. Trong chip 8051, nếu tần số xung clock của mạch dao động trong chip là 12 MHz thì tần số của tín hiệu tại chân ALE là bao nhiêu:

	a. 12MHz
	b. 6MHz
	c*. 2MHz
	d. 1MHz

	

	124. Khi dùng mạch dao động TTL bên ngoài tạo tín hiệu xung clock cho chip 8051 thì tín hiệu xung clock phải được đưa vào chân:

	a. CS\
	b. INT0\
	c*. XTAL1
	d. XTAL2

	

	125. Trong không gian bộ nhớ dữ liệu bên trong của chip 8051, các thanh ghi chức năng đặc biệt (SFR) có địa chỉ:

	a. 00H – 1FH
	b. 20H – 2FH
	c. 30H -7FH
	d*. 80H – FFH

	

	126. Với IC 89C51, khi thực hiện phép nhân 2 số 8 bit với nhau thì byte cao của kết quả sẽ được chứa trong thanh ghi nào?

	a. Thanh ghi A
	b*. Thanh ghi B
	c. Thanh ghi TH1
	d. Thanh ghi TL1

	

	127. Khi CPU thực hiện phép tính số học có nhớ thì chip 8051 đặt cờ nào lên mức 1 ?

	a*. Cờ nhớ CY
	b. Cờ nhớ phụ AC
	c. Cờ F0
	d. Cờ tràn OV

	

	128. Để báo 4 bit thấp của kết quả tính toán thuộc khoảng OH – 9H hay thuộc khoảng AH – FH thì chip 8051 sử dụng cờ nào?

	a. Cờ nhớ CY
	b*. Cờ nhớ phụ AC
	c. Cờ F0
	d. Cờ tràn OV

	

	129. Trong chip 8051, để chọn dãy thanh ghi tích cực là dãy 3 thì các bit RS0, RS1 phải có giá trị là bao nhiêu?

	a. RS0 = 0, 
    RS1 = 0
	b. RS0 = 0, 
    RS1 = 1
	c. RS0 = 1, 
    RS1 = 0
	d*. RS0 = 1, 
    RS1 = 1

	

	130. Đối với chip 8051 thì vùng nhớ được dùng làm ngăn xếp (stack) được lưu giữ trong :

	a. Bộ nhớ chương trình bên trong
	b. Bộ nhớ chương trình bên ngoài
	c*. Bộ nhớ dữ liệu bên trong
	d. Bộ nhớ dữ liệu bên ngoài

	

	131. Với chip 8051, nếu không khởi động thanh ghi SP thì vùng nhớ của ngăn xếp (stack) có địa chỉ bắt đầu là:

	a. 80H
	b*. 08H
	c. 00H
	d. 30H

	

	132. Với chip 8051, nếu thanh ghi SP có giá trị là 59H thì vùng nhớ của ngăn xếp (stack) có địa chỉ bắt đầu:

	a. 60H
	b*.5AH 
	c. 59H
	d. 58H

	

	133. Trong 8051, thanh ghi DPTR là  một thanh ghi:

	a. 4 bit
	b. 8 bit
	c*. 16 bit
	d. 32 bit

	

	134. Khi bộ định thời trong chip 8051 đóng vai trò là bộ đếm sự kiện (Counter) thì nó sẽ nhận xung nhịp từ chân nào ?


	a. TxD
	b. RxD
	c. INT0
	d*. T0

	


	135. Để nhận biết có tín hiệu ngắt từ nguồn bên ngoài hay không thì chip 8051 sử dụng chân nào ?

	a. TxD
	b. RxD
	c*. INT0
	d. T0

	
	
	
	

	136. Thanh ghi điều khiển chế độ hoạt động của bộ định thời trong chip 8051:

	a. TIMER0
	b. TIMER1
	c*. TMOD
	d. TCON

	

	137. Ở chế độ nguồn giãm (Power down) thì điện áp chân Vcc của chip 8051 là bao nhiêu volt?

	a*. 2V
	b. 3V
	c. 4V
	d. 5V

	

	138. Ở chế độ nghĩ  (Idle) thì điện áp chân Vcc của chip 8051 là bao nhiêu volt?

	a. 2V
	b. 3V
	c. 4V
	d*. 5V

	
	
	
	

	139. Nếu thạch anh dao động gắn bên ngoài chip 8051 có tần số là 12MHz thì một chu kỳ máy dài:

	a. 12 µs
	b. 6 µs
	c. 2 µs
	d*. 1 µs

	
	
	
	

	140. Bộ nhớ RAM trên chip 8051 gồm có:

	a. RAM đa chức năng
	b. Các dãy thanh ghi
	c. RAM định địa chỉ bit
	d*. Cả ba câu a, b, c đều đúng.*

	
	
	
	

	141. Các cờ được dùng để chỉ thị tình tràn của Timer là:

	a. Cờ tràn OF
	b. Cờ chiều IF
	c. Cờ tràn CF
	d*. Cờ TF0, TF1

	
	
	
	

	142.  Mạch giải mã địa chỉ là:

	a. Mạch tính địa chỉ vật lý 20 bit
	b. Mạch mã hoá dữ liệu BCD ra led 7 đoạn
	c*. Mạch tạo xung chọn chip (CS), xác định vùng địa chỉ bộ nhớ hay ngoại vi trong hệ vi xử lý 
	d. Cả ba câu a, b, c đều đúng

	
	
	
	

	143. Các đường tính hiệu sau của chip 8051 là loại multiplex:

	a. P2.[0..7]
	b. P1.[0..7]
	c. P0.[0..7]
	d*. Cả hai câu a và c đều đúng

	
	
	
	

	

	
	
	

	144. Các đường tín hiệu dùng để xác định vị trí của một ô nhớ:

	a. RD, WR
	b. Vcc, GND
	c. D0..D7
	d*. A0..A15

	

	145. Kiểu định địa chỉ của chip 8051, trong đó các toán hạng đều là thanh ghi Rn được gọi là:

	a. Địa chỉ tức thời
	b*. Địa chỉ thanh ghi
	c. Địa chỉ trực tiếp bộ nhớ
	d. Địa chỉ tương đối

	

	146. Trong 8051, công dụng của con trỏ lệnh là:

	a. Chứa địa chỉ đầu của đoạn ngăn xếp
	b*. Giữ địa chỉ của lệnh kế tiếp sẽ được thực hiện
	c. Trỏ vào 1 địa chỉ trong bộ nhớ
	d. Chứa dữ liệu

	

	147. Phương pháp xác định hình thức truy xuất của một toán hạng được gọi là:

	a*. Mode địa chỉ
	b. Địa chỉ assembler
	c. Mã lệnh
	d. Mã gợi nhớ


	

	148. Một lệnh đầy đủ của ngôn ngữ assembly gồm các phần (xếp theo thứ tự):

	a. Mã lệnh, nhãn lệnh, toán hạng và ghi chú
	b. Nhãn lệnh, toán hạng, mã lệnh và ghi chú
	c. Toán hạng, mã lệnh, nhãn lệnh và ghi chú
	d*. Nhãn lệnh, mã lệnh, toán hạng và ghi chú

	
	
	
	

	149. Trình biên dịch cho ngôn ngữ Assembler có chức năng :

	a. Kiểm tra
	b. Biên dịch từ tập tin nguồn dạng ASCII sang tập tin mã dạng BIN
	c. Biên dịch từ tập tin nguồn dạng ASCII sang tập tin mã dạng DEC
	d*. Cả hai câu a và b đều đúng

	
	
	
	

	150. Các dãy thanh ghi (bank) của chip 8051 nằm trong:

	a. Bộ nhớ chương trình bên trong
	b. Bộ nhớ chương trình bên ngoài
	c*. Bộ nhớ dữ liệu bên trong
	d. Bộ nhớ dữ liệu bên ngoài
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